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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D’AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES
ET A SEMICONDUCTEURS —

Partie 2: Modules d'affichage a cristaux liquides —
Spécification intermédiaire

AVANT-PROPOS

1) La CHI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondial&
de I'epsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux_de
favoriger la coopération internationale pour toutes les questions de 3
I'électficité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activité
Leur glaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desgle
sujet fraité peut participer. Les organisations internationales, gouvt
liaisor) avec la CEl, participent également aux travaux. La
Internptionale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixé

2) Les dgcisions ou accords officiels de la CEIl concernant les
du popsible un accord international sur les sujets étudiés
sont représentés dans chaque comité d’étuges

3) Les dpcuments produits se présentent sous laNorwe de\reco andatigns internationales. lls so
commle normes, rapports technigques ou guides et ag(ées és Comités nationaux.

4) Dans |e but d'encourager l'unification interndtionale, leS\Coqités\gationaux de la CEIl s'engagent a ap
facon |transparente, dans toute la mesure possiplexlesihormes ihternationales de la CEl dans leu
nationfales et régionales. Tou i e n tde’la CEl et la norme nationale ou
corregpondante doit étre indiqués s_clairs gans)cette ferniére.

5) La CHI n’a fixé aucune p \ narquage) comme indication d’approbation et sa resy
n'est $ teri € g a I'une de ses normes.

6) L'atteption est at it o s e dments de la présente Norme internationale peJ
I'objet f de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tg
respo gits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existen

La Norme 61747 2 a été établie par le sous-comité 47C: Di

optoéle agerie, du comité d'études 47 de la CEI: Disp

semicor

La prés te parxtieNR-constjtue la spécification intermédiaire dans le Systeme CEI d’as

de la gy S ts électroniques (IECQ) pour les dispositifs d’affichage a

liguides 3 ide: Procédure d'homologation.

Elle doif étre Tue conjointement avec la CElI 61747-1.

omposée
?objet de
aines de
ationales.
5sé par le
htales, en
janisation
ipns.

a mesure
ntéressés

ht publiés

pliquer de
s normes
régionale

onsabilité

vent faire
nue pour
e.

Spositifs
psitifs a

surance
cristaux

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47C/215/FDIS 47C/223/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systéeme CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques

(IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES -

Part 2: Liquid crystal display modules —
Sectional specification

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization iZati omprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The oyject i promote
interngtional co-operation on all questions concerning standardization in the elactri i helds. To
this epd and in addition to other activities, the IEC publishes Internatjgha andards) aration is
entrudted to technical committees; any IEC National Committee intergsted in with may
participate in this preparatory work. International, governmental an : s liaising
with thhe IEC also participate in this preparation. The IEC collaborate hjanization
for Sfandardization (ISO) in accordance with conditions the two
organjfzations.

2) The fprmal decisions or agreements of the IEC on tech |ca| m sible, an
interngtional consensus of opinion on the relevant subjeCts e ga bsentation
from gll interested National Committees.

3) The dpcuments produced have the form of the form
of stapdards, technical reports or guides and se.

4) In ord ernational
Stand rds. Any
diverg be clearly
indical

5) The IE e for any
equip

6) Attent e subject
of patg

Internat s een prepared by subcommittee 47C: Optoeléctronic,

display hnical committee 47: Semiconductor devices.

It forms i ations in the IEC Quality Assessment System for Electronic

Compor S ) iquid trystal and solid-state display devices: Qualification apprpval.

It should be re

The tex{ efithis standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

47C/215/FDIS 47C/223/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification nhumber
in the IECQ Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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DISPOSITIFS D’AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES
ET A SEMICONDUCTEURS —

Partie 2: Modules d'affichage a cristaux liquides —
Spécification intermédiaire

1 Domaine d'application

La présente spécification intermédiaire s’applique aux modules d’affichage a cristaux liquides
et a état solide comme suit:

— modules d’affichage a cristaux liquides statiques/type segment;

— modules d’affichage a cristaux liquides monochrome a matrice pass

— modules d’affichage a cristaux liquides couleur a matrice passive

— modules d'affichage a cristaux liqguides monochrome a matrice a

— modules d’affichage a cristaux liquides couleur a matri

Elle foufnit les détails des Procédures d'Assurance de a Qu i eSchpti ontréle,
des sédquences de sélection, les prescriptions de pgréléve nsi gue les procédures de
mesure |et d’essai prescrites pour I'évaluation de e 3 S,

NOTE 1 1 A la place de la procédure d’homodogatien, & prcdure d'ag ir-fai i Régles de
Procédurg¢ QC 001002, paragraphe 11.7), laquele es S5 produits
fabriqués|dans le cadre d'un processus défini.

NOTE 2 ifiées par
les presci|i

2 Réflérence norm

Le document normiatif sui contient disSpositions qui, par suite de la référence qui y est
faite, canstituen d i iti 3 B8S P 2 i . moment
de la puplication, I'égh ividlj At [ i jet afrévision
et les parties pre 47 sont
invitées| 2 normatif
indiqué Normes
internat

CEl 6171 Partie 1:
Spécifid

3 Définitiens

ligne de production
ensemble unique d’opérations de processus comprenant une ou plusieurs des phases de
fabrication suivantes:

a) connexion de dispositifs de circuit électronique externes a la cellule;
b) mesures électriques et optiques de finition et finales;
c) sélection (si applicable).

NOTE - Les procédures d’Assurance de la Qualité ne sont pas comprises dans ces trois phases.
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LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES -
Part 2: Liquid crystal display modules —

Sectional specification

1 Scope

This sectional specification applies to liquid crystal and solid-state display modules such as the
following:

— statigt segment type qunid r‘rycfnl dicplny modules;

— pasgive matrix monochrome liquid crystal display modules;

— pasgive matrix colour liquid crystal display modules;

— actiye matrix monochrome liquid crystal display modules;

— actiye matrix colour liquid crystal display modules.

It gives|details of the Quality Assessment Procedures, the™ equireynents, s¢reening
sequenges, sampling requirements, and test and m required| for the
assessment of liquid crystal display modules.

NOTE 1 { Instead of the Qualification Approvg| Procedu Approval Procedure (see|Rules of
Procedur¢ QC 001002, subclause 11.7), whi 5 Q may be used for all products
manufactiyired in a defined process.

NOTE 2 ed by the requirements set put by the
new claude:

2 Notmative reference

The follpwing normative™o i isions which, through reference in this text,
constitufe provisio 1S is part ; At the time of publication, the edition ipdicated
was valld. All n S bjéct to revision, and parties to agreements based
on this ppart of IEE6 are gaeonaged to investigate the possibility of applying the most
recent gdition of the \ative ‘documerit indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registerg

IEC 617 : FQLLg af and solid-state display devices — Part 1: Generic spedification
3 Deffinitions

3.1

productierne

a single set of process operations including one or several of the following manufacturing

phases:

a) connection of external electronic circuit devices to cell;
b) finishing and final electrical and optical measurements;
c) screening (if applicable).

NOTE - Quality assessment procedures are not included in these phases.
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3.2

lot de production

dispositifs de méme type, fabriqués sur les mémes lignes de production et passant par le
méme processus désigné, dont la durée normale est de un mois

3.3
changements d’opérations de fabrication

3.3.1

changements principaux
tout chgngement dans le processus de fabrication ou de technologie qui/affe
ou la p¢rformance d'un produit fourni selon une spécification agréée, qui negesslterait le
transferf d'un produit d'un groupe d’association de modeles vers 4.4.1)
représepte un changement considéré comme majeur. Il est de la ré ihité ytr@leur
de décider si le changement est majeur ou non.

rait I1 qualité
i

Tout changement majeur doit étre effectué seulement a otificatioh et démonstration a
I’Organisme National de Surveillance (ONS), au moyen d’ {1t

Voici des exemples de changements majeurs:

a) accd
b) syst
- du haut

- b A une

I
-

c) matg¢riau d'e

d) charn Cteur de
type

NOTE - ement de

technolodji

4 Pro

La proc¢dure-d’assurance de la qualité est définie comme indiqué ci-aprés.

4.1 Etape initiale de fabrication

Pour les besoins de cette spécification intermédiaire, cette étape est définie comme la
premiére étape du processus qui connecte les dispositifs de circuits électroniques externes
(comprenant des cébles séparés de PWB et/ou de connexion) a une cellule d'affichage a
cristaux liquides, la convertissant ainsi en un module de cristaux liquides.
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3.2
production lot

devices of the same type, manufactured in the same production lines and passing through the

same nominated process, normally within one month

3.3
changes in manufacturing operations

3.3.1
major changes

any chgnge in the manufacturing process or technology which could
performpnce of a product supplied to an approved specification, or/whic
product|to be transferred from one structural similarity group to anoghe

a changi‘e considered as major. It is the responsibility of the Chief Ihsp

the cha

evidencp of quality to the National Supervising Inspectora

Examplés of major changes are:
a) drivegr attachment: from two bank

b) integrated backlight system:

— lpmp position from horizontal to\vert

cakor@
— hacklight-type cha ‘ cent o cold cathode fluorescent lamp

— llght guide chanpg > pe;

c) bezgl materialfro
d) connector change

NOTE - N

Quality

4.1 Ptimary stage df manufacture

Lality or
bguire a
bresents
fwhether

by test

For the purpose of this sectional specification, this stage is defined as the first process step
that connects external electronic circuit devices (including separate PWB and/or connection

cables) to a liquid crystal display cell, thus converting it to a liquid crystal module.
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4.2 Processus de fabrication
Le processus de fabrication des modules d’affichage a cristaux liquides est classé comme suit:

a) connexion des dispositifs de circuits électroniques (comprenant des cables séparés PWB
et/ou de connexion): ce processus est lI'ensemble des opérations de processus de
fabrication de I'étape initiale a la derniere étape pour les connexions des dispositifs de
circuits électroniques a la cellule;

b) processus de finition et mesures électriques et optiques finales: ce processus est I'ensemble final
des opérations de processus de fabrication, comprenant I'assemblage d’'un systéme d’encadre-
ment, de connecteurs/broches externes etd eclalrage intégré par Iarrlere a la ceIIuIe si nécessaire,

001002
5-traitée
ndition-
ions de
tées de

ifie les

le toute

—  Veérif elon les
prescriptions agréége

Le contfoleur d Zgrée , ig [ lieu de
fabricatijon jusqu’ad fakricz gdansNa zone géographique IECQ qui certifie le composant.
L'ONS doit étre informe 3 e i

Tout ch Hoit étre
rapportd Signalés
al'ONS

Le fabr édification
particulig dans un

nt soit

établisspmént hors de la zone geographlque IECQ, a condltlon que Ietabllssem
5 ratoires

supervi
d’essais agréés dans la zone géographique IECQ.

4.4 Procédures d’association de modéles

Les procédures d’association de modeles sont destinées a permettre une réduction du nombre
de lots de contrble soumis a I'essai pour I'assurance de la qualité. Par conséquent, en cas de
réévaluation de par I'extension des types d’homologation ou bien le changement de
conception, les données d’essais effectuées dans les mémes groupements de produits
peuvent étre utilisées.
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4.2 Manufacturing process
The manufacturing process of liquid crystal display modules is classified as follows:

a) connection of electronic circuit devices (including separate PWB and/or connection cables):
this process is the set of manufacturing process operations from the primary stage to the
last step for electronic circuit device connections to the cell;

b) finishing process and final electrical and optical measurements: this process is the final set
of manufacturing process operations comprising the assembly of a bezel, external
connectors/pins and integrated backlight system to the cell if required, and marking for the
completion as a liquid crystal display module;

c) screpning (if applicable): this phase may be part of the finishing oper

4.3 Suibcontracting

When the approved manufacturer invokes rules of procedurée 001002
concernjing subcontracting, he shall ensure that the subcor bcess is
either part of or a whole of the cell and/or module manht tionally,
including screening steps which are incorporated in them: N ed after

assembly process may also be independently subco

The NS| shall be satisfied that the Chi LOr W i% hder the
IECQ system

— has |been provided with the full quakty and inspection documentation of any
operation outside the IECQ geog i 5 3¢ documentation shall inclhde the
inspection records for e h undergoes inspection;

— regUlarly verifies that ugli 6 angd inspection is applied in accordapce with
the agreed requiren

The Chief Inspecto nsfer of
the partg from th cal area
who is gertifying the plicable
docume|

Any chgnge ements and manufacturing procedures shall be reporfed back
to the C Drted by

the appk

The ap g he detail
specific a.components he is certifying. He can perform the acceptance tests in a
facility qutside the IECQ geographical area, provided that this facility is supervised by the NSI.

Acceptance tests can be subcontracted to approved test laboratories within the IECQ
geographical area.

4.4  Structural similarity procedures

Structural similarity procedures are intended to permit a reduction in the number of inspection
lots for quality assessment that shall be tested. Therefore, in case of reassessment by the
extension of approval types or the change of the design, the testing data which was performed
within the same grouping products may be used.
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4.4.1 Modules associables

Les modules associables sont produits par un fabricant, selon la méme conception, avec le méme
matériau et les mémes processus et méthodes de fabrication. Le critére fondamental pour le
groupement des types de modules associables est que les différences entre les divers types
n'aient aucune influence sur les résultats de I'essai pour lequel le groupement a été forme.

4.4.2 Criteres dépendant des essais concernant I'association de modéles

Les criteres dépendant des essais concernant l'association de modéles applicables au
groupe B, contrdles lot par lot, et au groupe C, essais périodiques, sont donnés au tableau 1. Les
alinéas a) a i), spécifient l'interprétation de ces critéres concernant I'association de modéeles.

a) CeIIIIJIe
Le matériau et la conception de base pour la cellule, par exemp Esive, la
matilice active, etc. doivent étre les mémes. Les différences dé zane d'affi >doivent

étre|de £50 %. Et les différences de nombres de pixels doiven
b) Dispositifs de circuits électroniques comprenant la carte g citcuit impgi Sparé

Le matériau et la conception de base, par exemple I'efifral statiquie, I'entrafjnement
multjplex, I'adressage direct, I'adressage matriciel, gtC: )\ < premes.

c) Systeme d’éclairage par l'arriére

Le matériau et la conception de bage pour Ig S intéyees d'éclai I'arriere
doivent étre les mémes.

d) Strufture d’encadrement

Le matériau et la conCeption de base D i 3 i doivent
étrelles mémes.

f) Prodessus (commu
Le processu
g) Lignks de prodyg
Les

h) Marquage
iplles de

Les valeurs assigriées précisées dans la spécification particuliére doivent étre les mémes,
Xelusion des éléments dépendant de la zone d’affichage et du nombre dg pixels.
La dissipation de puissance des types assoclies doit étre inferieure a 1,5 fois celle du
module soumis a I'essai.

4.5 Procédure d’homologation

Les prescriptions de contréle pour les essais d’homologation sont les suivantes. L’homolo-
gation doit étre normalement accordée lorsque des résultats satisfaisants ont été obtenus lors
de I'exécution de la méthode a), indiquée en 11.3.1 des Régles de Procédure (QC 001002) et
les prescriptions d’essais (comprenant les articles d’essais, les conditions, la taille finale de
prélévement, etc.) utilisées sont précisées dans le tableau 2 de cette spécification.

Cependant, en cas de demande, la méthode b), définie dans 11.3.1 des Reégles de Procédure
(QC 001002), peut étre utilisée, avec les prescriptions de prélevement en conformité avec
celles indiquées aux tableaux 7 et 8.
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4.4.1 Structurally similar modules

Structurally similar modules are produced by one manufacturer, to the same design, with the
same material, manufacturing process and methods. The crucial criterion for the grouping of
types of modules as structurally similar is that the differences between the various types have
no influence on the results of the test for which the group has been formed.

4.4.2 Test-dependent criteria for structural similarity

The test-dependent criteria for structural similarity applicable to group B, lot-by-lot inspections,
and group C, periodic tests, are given in table 1. Items a) to i) specify the interpretation of
these criteria for structural similarity

a) Cell
The |material and basic design for the cell, e.g. passive matrix, shall be
the same. The display area differences shall be within + humber

differences shall be within £50 %.
b) Elecftronic circuit devices including separate PWB

The|material and basic design, e.g. static driving
matiix addressing, etc., shall be the same.

c) Backlight system
The |material and basic design for thé\integra
d) Bezgl structure
The |material and basic design for theb
e) Extgrnal connection

The |material and the Kk Il be the

samg.
f) Prodess (common)
The [basic prd
g) Production line
The
h) Marki
The| sz al-s peé used for marking and the essential process condition of
mar
i) Rati

The ; Xclusive
of thelitems dependmg on the dlsplay area and number of plxels The power dISSI[Z ation of

aSSCulaLcu Lypcto QIIClII uc IUOD Lllall J. \J I.IIIICQ l.IICll. UI I.IIC IIIU\JUIC VVIII\;II 1o LCOLCU

4.5 Qualification approval procedure

Inspection requirements for the qualification approval test are as follows. Qualification approval
shall normally be granted when satisfactory results have been achieved on completion of
method a) given in 11.3.1 of the Rules of Procedure (QC 001002), and the test requirements
(including testing items, condition, final sampling size, etc.) to be used are specified in table 2
of this specification.

However, in case of request, method b), defined in 11.3.1 of the Rules of Procedure
(QC 001002) may be used, with the sampling requirements in accordance with those stated in
tables 7 and 8.
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4.6 Contréle de conformité de la Qualité

Le contr6le de conformité de la Qualité est défini en 3.6 de la CEl 61747-1.

4.6.1

Répartition en groupes et sous-groupes

La répartition en groupes et sous-groupes doit étre conforme a la CEIl 61747-1. De plus, les
groupes et sous-groupes doivent satisfaire aux conditions indiquées ci-apres:

— groupes A and B: un lot de contréle contient les dispositifs produits durant une période d’'un
mois ou quatre semaines, selon l'indication fournie par le ou les codes de date utilisés;

— groupe—€—tes—¢éeh &t ns—cruhe—production—soumis—atx—essatspériodh nt avoir
été fabriqués durant une période is mois
congécutifs ou les codes de date de treize semaines consécutives;

— grodpe D: les échantillons d'une production soumis aux essais nt avoir
été [fabriqués durant une période de 12 mois, selon les |2 mois
congécutifs ou les codes de date de 52 semaines consécutie

4.6.2 [Groupes et catégories

Les grolipes doivent étre conformes au tableau 3.

4.6.3 [ontréles du groupe A (lot parf0t)

Ces cortroles doivent étre prescrits en conformité

4.6.4 [ontrbles du groupe B (lot par lot)

Ces contrdles doivent étrearesst|

4.6.5 Essais péz dig

Ces controles doi

4.6.6

Ces esf 8s en vue de I’homologation et, par la suite, annugllement,

uniquene écessaire. lls doivent étre prescrits dans la spédification

particuli

4.6.7 |érification néeessaire des dimensions

La vérification-nécessaire des dimensiogns-au -sein-des groupes B et C doit étre rr_\rnqr‘r'te dans

la spécification particuliere. De méme, la ou cela s’applique, les dimensions optiques
correspondantes et le groupe dans lequel elles sont soumises a I'essai doivent figurer dans les
spécifications particulieres.

4.6.8

Prescriptions d’échantillonnage (tailles d’échantillonnage fixes)

Le tableau 7 indique les prescriptions d’échantillonnage pour les essais du groupe A et le
tableau 8 indique les prescriptions pour les essais des groupes B et C, pour les tailles de lots
entre 501 et 1200. Les autres tailles d’échantillonnage doivent étre spécifiées dans la

Spécific

ation Particuliere Cadre pour les tailles de lots différents.
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4.6 Quality conformance inspection

Quality conformance inspection is defined in 3.6 of IEC 61747-1.

4.6.1 Division into groups and subgroups

Division into groups and subgroups shall be in conformance with IEC 61747-1. In addition, the
groups and subgroups shall satisfy the conditions outlined below.

— group A and B: one test lot contains devices produced within a period of one month or four
weeks as indicated by the used date code(s);

- gro
man
codq

— grou
man
code

4.6.2

The gro

4.6.3

These t

4.6.4

These t

4.6.5

These t

4.6.6

required

4.6.7

Dimens

M C oa|||p=ce fIUIII [} plUdubt;Ull Dublll;ttcd fUI pCI;Ud;b tCDt;I
ufactured within a period of three months as indicated by three c
s or by 13 consecutive week date codes;

p D: samples from a production submitted for periodi
ufactured within a period of 12 months as indicated by
s or by 52 consecutive week date codes.

Groups and categories

Lips shall be in accordance with table 3.

Group A — lot-by-lot inspections

Group C —z €
psts shall D

ecked as part of groups B and C shall be prescribed in th

specific

hilon Alcn, where npplih:\hln, nrr_\fir‘:\l related dimensions and the group inwh

e been

hth date

e been

th date

, Where

e detail
ch they

are tested shall be given in the detail specifications.

4.6.8 Sampling requirements (fixed sampling sizes)

Table 7 gives sampling requirements for group A tests and table 8 gives requirements for
group B and C tests, both for lot size between 501 and 1 200. The other sampling sizes shall

be spec

ified in the BDS for the different lot sizes.
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4.7 Procédure d’agrément de savoir-faire

A l'étude.

4.8 Sélection

Lorsque la sélection est précisée dans la spécification particuliere ou la commande, elle doit
étre appliquée a tous les dispositifs dans la production. La sélection est normalement effectuée
avant les contrbles des groupes A, B et C. Quand la sélection est effectuée aprés avoir rempli
les prescriptions des groupes A et B sur une base d’essais lot par lot et des groupes C et D sur
une base périodique, les essais du groupe A doivent étre renouvelés. Les essais
supplémentaires de paost-sélection peuvent étre nécessaires,  comme—précisé dans la
spécification particuliére. L'essai doit étre prescrit en conformité avec le tableau

4.9 Liyraisons différées

Avant |3 les_quantités a
livrer dg » ur le lot
complet]

5 Procédures d’essais et de mesures

Les mé
modules
doivent

gCtrigues et optiqups pour
la CEIl 61747-1. Ce$ essais
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4.7 Capability approval procedure

Under ¢

onsideration.

4.8 Screening

When screening is specified in the detail specification or the order, it shall be applied to all
devices in the production. Screening is normally performed before group A, B and C tests.
When screening is performed after meeting the requirements of groups A and B on a lot-by-lot
basis and groups C and D on a periodic basis, group A tests shall be repeated. Additional post-
screening tests may be required as specified in the detail specification. The test shall be

prescri

ed in accordance with table 9

49 D

Before gelivery of lots which have been in store for over a year, the

delivere
lot, no f

5 Teqg

The tes
display

the detdil specification when required.

blayed deliveries

d shall undergo the specified group A test. Once this
irther retesting is required for one year.

t and measurement procedures

fing and measuring methods of electric

modules shall be in conformap ith T47°0, ese tests shall be refer

®

i 'gs to be

omplete

ed to in

d ic@ch acteristics for liquid crystal
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Tableau 1 — Critéres d’essai pour association de modéles

Eclairage par l'arriére
Cellule

Gircui Structure d'encadrement Caractéristiques
_ Circuit Connexion externe assignées
électronique Finition

2
S
£
2
o g
QD 3
IS © » g
O - D [ o g_
2 5 | & eN g =
: . : @ @ S | £ KT SN (@ S
Article dg I'essai = 2 c |le | o c 2
3] g S1®|s |8 2 o\ (@ E
5 S |3 8 1] =1 B o 3
§ i o c % ° = =}
8 2 o % ac) & =\ 2 \/5 g
212 1a s |e | SN LENE e[| g
AR AR LR AR AN AN NE S ENEAE AR
S[(3|lo &2 |8 /‘E\ S [(ePNEN & Ve | 4 ®
el sl 225448 s Ng | g | ©
O|lOo|a [T ]d | ®»NO \\ = >) o |d O
T|S|le|B|T /%\& =N \& =|l=|494|=
SR REEES N \\\Q\ R EEEREEEEY
b R R N2 SO R <
< | | | @:7 SN YT | | <] S <
Examen \fisuel externe X | x| x ((\ X/ }( /)\ >\ X | x X
Défauts v|suels X XN X \i €X k U p(/ X X | X
Taux de dontraste X e X | X
Luminance XV X X | X
y
Gammg de couleurs 1) X \C ?\/ X | X
Couran{ d'alimentation 2) < X X _) | > X | X
Courant de fonctionnement (Réclai ge\‘ \ X X | X
par l'arriefe <\
Angle de pue /\ \ > X >\ > X | X
Dimensiops \ \Q \ X X | X X
Temps dg réponse /\\ \/% X
Facteur dp transmissﬁqn \ _}/
Réflectanfe / \ \ X X
Changema/rvt\d{ah\mpé{eme \ X | X[ X]X X X X
Chocs \ \ \ > X | X[ X ]| X]X|[X
N
Vibrationg \ X | X | X X1 X X
Basse prdssjoh d'air\/ X X
Qualité d¢ marquage X
Résistance électrique X X | X[ X X
Fonctionnement (a haute température) X | X[ X | X]X X X | X
Fonctionnement (a basse température) X[ X[ X | X]X X | X | X X | X | X
Fonctionnement (en chaleur humide) X | X | X X1 X | X | X X | X
Stockage (a haute température) X[ X[ X[ X]X]| X ]| X X
Stockage (a basse température) X | X X X[ X | X X
Stockage (en chaleur humide) X[ X[ X[ X]X]| X ]| X X

1) Cet article est seulement applicable aux modules d'affichage a cristaux liquides couleur.
2) Cet article ne comprend pas le courant d'alimentation du systéme d'éclairage par l'arriére.

NOTE - Les croix (X) du tableau indiquent que le critere est obligatoire pour I'essai correspondant.
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Table 1 — Test-dependent criteria for structural similarity

Cell

Electronic
circuit

B

Backlight
ezel structure

External connection

Finishing

Ratings

Test|item

Criteria

Backlight system

f

arking

29)P

Z.4%{E/teyzl connection

4.4.21) Dafp, ty/per}ua@ara?éristics
4.4.2i) Electriw%isyiz{

e

7

4.4.21) Ontical char:

External Jisual examination

X44.4.2d) 9ezel structure
/\

/'\
2>
x |4.47h)

X | 4.4.2i)) Mechanical characteristics

Visual defects

x }? 4.4.2 b) Electronic circuits

/{ x | 4.4.2f) Process

x %‘3.4.2 g) Production line

BT,

~
x | < | 4.

Contrast fatio

Luminance

x [ x| x| x |4.4.2a)cCell

N

Colour gamut 1

J// < | X az

Supply Eurrent 2) N

A
N

Operating backlight currentl

X

Viewing angle

ZANDEED*

XX [X[|X|X]|X]|X

XX |X[X[X]|X]|X

Dimensiops

Responsq time /\\

X

Transmittance \ \

Reflectange ( \

AN

NSO

Change of}emgagturg\\ \

X

Shock \ \ >

x

X

N
Vibration \

Low air plessute)

X | X | XX

Permanernce.of marking

Electrical endurance

Operation (at high temperature)

Operation (at low temperature)

Operation (damp heat)

X | X[ X | X

Storage (at high temperature)

Storage (at low temperature)

XX [X[|X]X]|X

Storage (damp heat)

X|IX[IX|X|X]|X

X

X[ XXX |X]|X

X[ XXX |X]|X

XX |X[X[X]|X]|X

XX | XX

XX [X|X|X]|X]|X

X[ XXX |X]|X

1) This item is applicable only to colour LCD modules.
2) This item does not include the supply current from the backlight system.

NOTE - Crosses (X) is the table denote a mandatory criterion for the corresponding test.
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Tableau 2 — Prescriptions de contr6le pour essais d'homologation

Groupe | Sous- Examen ou essai Publication Détails et conditions Catégorie Catégorie | Catégorie
groupe CEl
| 1l 1l
n c n c n c
0-1 Examen visuel externe 61747-1 | A spécifier dans la spécification
particuliére
0-2 Défauts visuels
0-3 Taux de contraste LSL dans la spécification particuliere | 14 0 21 0 21 0
0 0-4 Luminance LSL ou USL dans la spécification
particuliere
0-5 Gamme de couleurs \(
0-6 Courant d'alimentation USL dans la spécification
particuliére \/
0-7 Courant de fonctionnement
d'éclairage par l'arriére
1-1 Dimensions 61747-1 |LSL ou USL dans | scificati N2 0 3 0 3 0
particuliére 0\
Stockage (a haute température) 61747-5 | A spécifier dens la atl
particuliér
1-2 Angle de vue LSL USL dans/la spécification
partm ﬂ
Temps de réponse L 5 la sp. C|f|c\awa)n
tlculle
1 Facteur de transmission s Ia euflcatlon particuliére | 2 0 3 0 3 0
Réflectance SL eNUS dans a spécification
pasticuliexe
Changement de temp turN N{Jéc' ier dans la spécification
N particuliere
1-3 Résistance de la ljais r Mﬁer dans la spécification
broches eyz\es ‘Barticuliére
2-1 Basse pré\lo d' al& \ 61747-5 2 0 3 0 3 0
Chocs <
A\
2-2 | | Qualité de@ar\qg\g\
2 Stoc&dﬁ&( \sté\te\nﬁ\erat\rgl 2 0 3 D 3 0
|br§$@ns \ \
2-3 StoM(eMeur h\l.xgnde) 2 0 3 D 3 0
3-1 Fonttignnemen (QM 2 0 3 0 3 0
température)
3 3-2 Fonetionnement’(a basse 2 0 3 0 3 0
tenmipérature)
3-3 Fonctionnement (en chaleur
humide)
NOTE 1 — n = taille de I'échantillon
¢ = critere du groupe (nombre permis de pieces défectueuses par groupe ou sous-groupe)
NOTE 2 — USL = limite de spécification supérieure
LSL = limite de spécification inférieure
NOTE 3 — Le courant d'alimentation n'inclut pas le courant d'alimentation du systeme d'éclairage par l'arriere.
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Table 2 — Inspection requirements for qualification approval test

Group Sub- Examination or test IEC Details and conditions Category Category | Category
group publication | " "
n c n c n c
0-1 External visual examination 61747-1 | To be specified in the detail

specification

0-2 Visual defects

0-3 Contrast ratio LSL in the detail specification 14 0 21 0 21 0
0 0-4 Luminance LSL or USL in the detail

specification

0-5 Colour gamut \(

0-6 Supply current USL in the detail specification

0-7 Operating backlight current <\

1-1 Dimensions 61747-1 |LSL or USL in the detail 2 0 0 3 0
specification

Storage (at high temperature) 61747-5 |To be specified in€he detajl

specification

1-2 Viewing angle LSL or USK'in the detail
specificatjon m

Response time USL(ﬁN\e\jytgi/spe/é‘ﬂ{cat%\
1 Transmittance éL\% tr@ detai(spe\&jii)atﬁﬂu/ 2 0 3 0 3 0

Reflectance SDand Lin W
specification

specification

Change of temperature Qﬂgﬁbe esified iy the detail

1-3 Bond strength for extekpal pi \FQ_t)e ecjfied in the detail
N specificRton

2-1 Low air pressure I 6 47-%\ 2 0 3 0 3 0

shock "\ X >

~

2-2 Permanen}s\ﬁf/}m\w
2 Storage (at/la'\(\e\m péf{uré\ ™M 2 0 3 0 3 0

Vibration

2-3 Storée(}aq heé&{ \ 2 0 3 0 3 0

3-1 /Opqa\@n (Qt\%te}»QeraM 2 0 3 0 3 0

3 3-2 ‘%rMaWﬂpe ture) 2 0 3 0 3 0

3-3 Operalt (damp\Qeat)

NOTE 1 — n = damplé.size
¢ = groug eriterion (permitted number of defectives per group or subgroup)

NOTE 2 — USL =Uupper specification it
LSL = lower specification limit

NOTE 3 — The supply current does not include the supply current from the backlight system.
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Tableau 3 — Groupes et catégories d’assurance de la qualité

Groupe Catégorie | Catégorie Il Catégorie Ill
Sélection X
A X X X
B X (note) X X
C X (note) X X
NOTE - Annuellement, un lot satisfait aux prescriptions de contréle des groupes B et C.

Tableau 4 — Groupe A — Contrbles lot par lot

Sous-grpupe Examen ou essai Publication CEI Dg \s\and XQ}‘\ons

Al Examen visuel externe 61747-1 tlcullere

Défauts visuels

A7 Taux de contraste

Luminance

I’éclairage par l'arriere

Courant d’alimentation 07
A3 Courant de fonctionnement}\ /\(> 6

1) Cet article ne comprend pas le courant d’alim\that}ckhl\syst\é@e d'8¢c airag)g par l'arriere.

NOTE - Ceux qui ne sont pas spécifiés dans la pr &Sente sp tlon oivent I'étre dans la spécification partipuliére.

bleau(5 - G\&B%C%Ies lot par lot

Sous-grpupe Ex:{mWal \ catlon CEl Détails et conditions

B1 |me iopgs 61747-1 Selon le dessin figurant dans la
CPAQ ab|l|te spécification particuliére

NOTE 1 4 Dans le cas deNa catégorie /voir e la spécification générique.
NOTE 2 4 Ceux qU| ne so spe ifiés a présente spécification doivent I'étre dans la spécification particuliére.
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